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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 15: Resistance to soldering temperature
for through-hole mounted devices

1) The Ihternational Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization fo 8 izati mprising
all njtional electrotechnical committees (IEC National Committees) The gkje f i promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the e{ectrica and tconic\fields. To
this ¢nd and in addition to other activities, IEC publishes International 3 i 2ifications,
Techpical Reports, Publicly Available SpeC|f|cat|ons (PAS) and Guijdes b e as “IEC
Publipation(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; aR i i interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory wqg e ti nd non-
govefnmental organizations liaising with the IEC also part|0|pate i 5 closely
with fthe International Organization for Standardization (ISO hined by
agregment between the two organizations.

2) The fprmal decisions or agreements of IEC on technical matiers 1 A ible, international
consgnsus of opinion on the relevant subjects since i i ion|from all
intergsted IEC National Committees.

3) IEC Publications have the form of recom and are accepted by IEC|National
Comimnittees in that sense. While all reasonable effqrts \ t re that the technical content of IEC
Publipations is accurate, IEC cannot be the way in which they are used orf for any
misinterpretation by any end user.
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8) Attenti ative references cited in this publication. Use of the referenced publidations is
indis et application of this publication.

9) Attention is draw possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of

paternt rights: IEC shafl not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

Interna ee 47:

Semlconductor deV|ces

This second edition cancels and replaces the first edition published in 2003 and constitutes a
technical revision. The significant changes with respect from the previous edition include:

— editorial change in the scope,
— addition of lead-free solder chemical composition specification.
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
47/2067/FDIS 47/2078/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

; vices -
ical and climatic test methods, can be found on the IEC website.

The cgmmittee has decided that the contents of this publicatia
until the stability date indicated on the IEC website under "http;dweY
related|to the specific publication. At this date, the publication

hanged
ne data

e reconfirmed;
e withdrawn;

e replaced by a revised edition, or

&

e ame¢nded.
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SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 15: Resistance to soldering temperature
for through-hole mounted devices

1 Scope

C:2010

deviceg used for through-hole mounting can withstand the effects of t
they arg subjected during soldering of their leads by using wave soldé

In ordef to establish a standard test procedure for the most re
dip method is used because of its more controllable condjtio
whethefr devices are capable of withstanding the solderingdem
wiring board assembly operations, without degrading theirgle
connections.

This tept is destructive and may be use
monitof.

This tegt is, in general, in conformity wj
semiconductors, the clauses of this st

2 General

The hgat is condOcgted

reversq side of @b does not simulate wave soldering or reflg
exposufre on the sa i the package body.

A soldgr pot™o ientsize to contain at least 1 kg of solder shall be used. The sol

shall b¢ capable of maintaining the solder at the temperature specified in Table 1.

d state
b which

{np iron.

solder
rmines
printed
nternal

product

ents of

at the
w heat

der pot
paratus

dimens¥ons shal full immersion of the leads without touching the bottom. The ap

3.2 Dipping device

A mechanical dipping device shall be used that is capable of controlling the rates of

immersion and emersion of the leads and providing the dwell time as specified in Table

3.3 Heatsinks or shielding

1.

If applicable, heatsinks or shielding shall be attached to the devices prior to the test and shall

be as specified in the relevant specification.
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Table 1 — Parameters for solder dipping

Parameter Condition A Conditi_on B
(for wave solder) (for soldering iron)

Temperature of molten solder °C 260 £ 5 3505
Number of immersions <2 <2
Immersion rate mm s~' 25+5 25+5

Dwell time s 105 10+5
Emersion rate mm s~' 25+5 25+5
Distance between solder bath and device body mm 1,5+0,5 = 1,5+ 0,5

4 Materials

4.1 $older

The solder specification shall be as follows.

Chemigal composition

— for BnPb solder the composition in percentage follows:
Tin 59 % to 65 %;

Lead: the remainder.
Chemigal composition

— for Pb-free solder the
Silyer: 3%to4
Copper: 0.5 % tg

eight shall be as follows:

Tin: t
The so
Other g elevant
specifig
42 Kk
If flux i . pphony
in 75 9% by weight ofMsopropyl alcohol, unless otherwise detailed in the relevant specifitation.

5 Procedure

5.1 Pre-conditioning of specimens

Any special pre-conditioning of the specimens prior to testing shall be as specified in
the relevant specification. This preparation may include operations such as bending or other
relocation of leads, and the attachment of heat sinks or protective shielding prior to
solder dipping.

5.2 Preparation of the solder bath

The molten solder shall be stirred to assure that the temperature is uniform. The dross shall
be skimmed from the surface of the molten solder just prior to dipping the part.
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5.3 Use of flux

Where detailed in the relevant specification, all leads of the specimen shall be dipped in flux
prior to solder dip; excess flux shall be removed by draining for a suitable time.

5.4 Solder dip

The part shall be attached to the dipping device (see 3.2) and the leads immersed in the
molten solder until the body of the device under test reaches the dimensions specified in
Table 1. The parameters for solder temperature, dwell time, number of immersions and rates
of immersion and emersion are defined in Table 1. Unless otherwise detailed in the
procurement specification, Condition A shall be used. After the dipping process, the part shall
be allgwed—to—coot—im—atit dlld, if—ftoex—has—been uocu, restdues—shallb removed with
isoproganol or ethanol.

5.5 Precautions

Prior t¢o and after the solder immersion, precautionary measy brevent

undue exposure of the part to the heat radiated by the soldex ba

5.6 :reasurements
Hermeflicity tests for hermetic devices, visual examinat| al measurements that

consist| of parametric and functional tests, s elevant
specifigation.

5.7 Failure criteria

A device shall be defined e hermeticjty for hermetic devices canfhot be
demonstrated, ic W exceeded or )f functionality cannot be demorstrated

under mominal and worst-tase qonditiongyspecifiepin the relevant specification. Mechanical

damagé¢ such as crac 'pln orbreaking-of the package (10x — 20x magnificatipn) will
also be considereia fa : h dgmage was not induced by fixturing or hardling.

6 Su

The followi ecified in the relevant specification:
a) use
b) flux
c) old¢r compo other than detailed in this standard (see 4.1)
d) pre

e) conditien{A-erB)timeand depth of-immersienifotherthanasspeeifiedintable;
f) method of hermeticity tests, visual examination and electrical measurements (see 5.6);

g) failure criteria of hermeticity tests, visual examination and electrical measurements
(see 5.7);

h) sample size.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

. DISPOSITIFS A’SEMICONDUCTEURS -
METHODES D’ESSAI MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 15: Résistance a la température de soudage
pour dispositifs par trous traversants

1) La Qommission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation alisation
comgosée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités natj . la CEIl a
pour |objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questfons i Hans les
domgines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres\actli i Normes
interpationales, des Spécifications techniques, des Rapports technique € ecificat] gibles au
publi¢ (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommeés "Publication(s) de la CE ). ige a des
comi{és d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéresg j < per. Les
orgaijisations internationales, gouvernementales et non gouvernel SN i 8 hrticipent
égaldment aux travaux La CEIl collabore étroitement avec I Or a ion (1SO),
selon :

2) Les décisi mesure
du p es, € & e les Comités nationaux de la CEIl
intérg

3) Les § 3 2 & recommandatjons internationales et sont|agréées
comn ité i . S isomnables sont entrepris afin qye la CEI

s'ass ! i i |cat| s; la CEIl ne peut pas étre tenue responsable
de I'g S par un quelconque utilisateur final.

4) Dans ationaux de la CEIl s'engagent, dang toute la
mesu Sublications de la CEl dans leurs publications

natio ¢ oS Publications de la CEl et toutes publications
natio s i & indjquées en termes clairs dans ces derniéres.

5) La CE & it"aueun sstation de _conformité. Des organismes de certification indépendants
fourn| i 5 ati € armjté et, dans certains secteurs, accédent aux maijques de
confgrmité 1. . La A abYe d'aucun des services effectués par les organismes de
certif]

6) Tous

7) Aucu imputée a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxilipires ou
mandg s particuliers et les membres de ses comités d'études et des|Comités
natio > u fout\préj dice causé en cas de dommages corporels et matériels ou de tput autre
dommag les frais
ti El ou de

sont en possession de la derniere édition de cette publicat|on.

lications

ent faire
OtHé 2 e lue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels dr0|ts de propnete et de ne pas avoir S|gnale leur existence.

La Norme Internationale CEI 60749-15 a été établie par le Comité d'Etudes 47 de la CEl:
Dispositifs a semiconducteurs.

Cette seconde édition annule et remplace la premiére édition parue en 2003, dont elle
constitue une révision technique. Les modifications importantes par rapport a [I'édition
antérieure comprennent:

— modification éditoriale dans le domaine d’application,

— ajout de spécification de la composition chimique de la soudure sans plomb.
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
47/2067/FDIS 47/2078/RVD

Le rapport de vote donne toute information sur le vote ayant abouti a I'approbation de cette

norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

¢ indiquée sur le site web de la CEIl sous "http: //web
s a la publication recherchée. A cette date, la publicati

e remplacée par une édition révisée, qu

positifs
e sur le

late de
bnnées
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~ DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D’ESSAI MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 15: Résistance a la température de soudage
pour dispositifs par trous traversants

1 Domaine d'application

La prégente partie de la CEI 60749 décrit un essai utilisé pour détermingr si | iSpgsitifs a
solide encapsulés utilisés pour le montage par trous traversants peuvent rési effets
de la tgmpérature a laquelle ils sont soumis pendant le soudage de |é i iljsant le
brasage tendre a la vague ou le fer a braser.

Dans |e but d'établir une procédure d'essai normalisée
reproductibles, la méthode d'immersion dans la brasure es ditions
plus cdntrdlables. Cette procédure détermine si les di ith : er ala
tempérpture de soudage rencontrée lors d'opérations de i ablage
imprimg, sans endommager leurs caractéristiques électriquies. o\ nes.

s plus

Cet essgai est destructif et il peut étredtilisé 4 de lot,

et comme un moniteur de produits.
ec
o

Cet espai est en général en conformité
exigenges spécifiques que présentent les
s’appliquent.

2 Géméralités:
La chaleur est condy

brasag
vague

§0068-2-20, mais compte tepu des
rs, les articles de la présente norme

es dans le boftier du dispositif depuis la chaleur de
it."Cette procédure ne simule pas le brasage tendre a la
fusion du méme cbté du circuit que le corps du bqitier.

3 A

3.1

Un pot|de’seddure de taille suffisante pour contenir au moins 1 kg de soudure doit étre| utilisé.
Les dimensions du pot de soudure doivent permettre I'immersion compléte des sortigs sans
toucher le fond. L'appareillage doit étre capable de maintenir la soudure a la température
spécifiée dans le Tableau 1.

3.2 Dispositif d'immersion
Un dispositif mécanique d'immersion doit étre utilisé et il doit étre capable de contrbler les

taux d'immersion et d'émersion des sorties et de fournir le temps de maintien spécifié au
Tableau 1.

3.3 Radiateurs ou blindage

S'il y a lieu, les radiateurs ou le blindage doivent étre fixés aux dispositifs avant l'essai et
doivent étre tels que spécifiés dans la spécification correspondante.
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Tableau 1 — Parameétres pour immersion dans la brasure

Condition A .
. N Condition B
Parameétre (pour brasage tendre a la 5
(pour fer a braser)
vague)

Température de la soudure fondue °C 260 £5 3505
Nombre d’immersions <2 <2
Taux d'immersion mm s 25+5 25+5
Temps de maintien S 105 10£5
Taux d'émersion mm s~' 25+5 25+5
DistanceJentre [e bain de soudure et le corps du 1,56+£0,5 1,5+0,5
composgnt mm

N

4 Matériaux

4.1 $oudure

La spégification de soudure doit étre la suivante:

Compoysition chimique

— pour la soudure de type SnPn
doit étre la suivante:
Ftain: 59 % a 65 %;

Plomb: le reste.

n pourcentage en

mition

Compoysition chimique

— pour la soudure

la suivante;
rgent: ‘

uivre: 0,5

semposition en pourcentage en masse d

tain:

La souglure d’impuretés en quantité qui nuirait a ses propriétés.

D'autre
spécifi

températures de bain applicables peuvent étre utilisées
n correspondante.

4.2 lax

masse

pit étre

comme

Sauf indication contraire dans la spécification applicable, s'il est appliqué avant immersion
dans la brasure, le flux doit étre composé de 25 % en masse de colophane dans 75 % en

masse d’alcool isopropylique.

5 Procédure

51 Préconditionnement des spécimens

Tout préconditionnement spécial des spécimens avant les essais doit étre tel que spécifié
dans la spécification correspondante. Cette préparation peut inclure des opérations telles que
le pliage ou une autre relocalisation des sorties, et la fixation des radiateurs ou du blindage

de protection avant I'immersion dans la brasure.
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5.2 Préparation du bain de soudure

La soudure fondue doit étre agitée pour s'assurer que la température est uniforme. Les
scories doivent étre éliminées de la surface de la soudure fondue juste avant I'immersion de

la partie.

5.3 Utilisation du flux

Lorsque cela est précisé dans la spécification applicable, toutes les sorties du sp

écimen

doivent étre immergées dans le flux avant I'immersion dans la brasure; le flux en excés doit

étre enlevé par drainage pendant une durée appropriée.

5.4 Immersion dans la brasure

Le composant doit étre fixé au dispositif d'immersion (voir 3.2) et Ies

la soudure fondue jusqu'a ce que le corps du dispositif en essa

spécifiges dans le Tableau 1. Les paramétres de température deNa Soudure
maintiegn, du nombre d’'immersions et le taux d’'immersion et d’
définis| dans le Tableau 1. Sauf exigences
d'apprdvisionnement, la Condition A doit étre utilisée. Apr‘ C c
laisser [la partie refroidir a l'air et, si le flux a été utilj asijus\doiverit étre en
I'aide dlisopropanol ou d'éthanol.

5.5 Précautions

Avant ¢t aprés lI'immersion dans la bre S S précaution doivent étre

pour piiévenir une exposition inacceptable e 3 etaleur rayonnée par le
brasage.

5.6 esures

Des espais d'herméticitée\pour des ifsShermeétiques, un examen visuel et des m

etriques et fonctionnels doivent étre ef|

électriques, comprena
comm spécifié

5.7 ritéeres detlé

Un dispositif doi 5 me défaillant si I'hnerméticité pour les dispositifs herm
ne pelt pas S 3R si les limites paramétriques sont dépassées, o\
fonctio ité Etre démontrée dans des conditions nominales et Ig

également considerés)comme des défaillances, a condition que de tels dommages ne
pas induits‘par la fixdtion ou la manipulation.

ification

,|lon doit
eveés a

prises
bain de

esures
fectués

etiques
si la
s plus
els que
seront
soient
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